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３．研究概要 

 耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性に優れる反応焼結（RS-）SiCや CVD-SiC材をはじめとする高

機能エンジニアリングセラミックス材料をターゲットとし、数値制御プラズマ化学的気化加工

法による形状創成、およびプラズマ援用研磨による表面仕上げを組み合わせた、大気圧プラズ

マプロセスをベースとしたオールドライ高能率ダメージフリー形状創成・表面仕上げプロセス

の開発を目指す。 

 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況及び研究成果の現状 

エンジニアリングセラミックスをターゲットとし、大気圧プラズマプロセスをベースとした

オールドライ高能率ダメージフリー形状創成・表面仕上げプロセスの開発において、RS-SiCの

目標形状精度について進捗の遅れはあるものの、概ね目標を達成している。 

シミュレーションソフトの高度化と改良を実施し、RS-SiC 材の SiC と Si がほぼ同じエッチ

ングレートになる反応ガス組成を明らかにし、形状精度と加工面の表面粗さを大幅に向上させ

た。これを他の複合材へ展開するためには、そのメカニズム、プロセス因子を見出す必要があ

る。プラズマ援用研磨装置の試作を前倒しで行っており、企業からのデモ加工に対応すること

で共同研究につながることが期待できる。 

 

４－２．今後の研究に向けて 

現時点では、ポストSi向けウェハーに対して、化学機械研磨（CMP）ではできない効果を創

出できれば、研磨装置の製品化や高性能半導体デバイスの開発へ繋がる可能性がある。ただし、

この領域の技術は日進月歩であるので、競合研磨技術や半導体ウェハーの進歩もウォッチすべ

きである。 

 研磨対象材料の選択には、本技術の特徴が活かされるよう、複雑形状、Ga2O3、GaN に加え、

コンポジットについても範疇に加えて検討頂きたい。 

 前倒しで試作したプラズマ援用研磨装置によるデモ加工を足掛かりに実用化を加速し、「プ

ラズマナノ製造プロセス』の構築によるモノづくりプロセスの革新を実現して頂きたい。 

 研究成果の論文化には一層尽力して頂きたい。 



４－３．総合評価及び研究継続の可否 

総合評価 A、研究継続 可 

プラズマ援用研磨装置を足掛かりに、多様な高機能性セラミックス材料への展開を図るとと

もに、企業ニーズに応えるためのデモ加工を行い、モノづくりプロセスの革新の実現を期待す

る。 

以上 


